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JUNIOR

—>SKIMO 24/36

Equipped with special make Squama 2503B series "Bucket" fans with excellent
cooling performance and low noises.




Eskimo Junior 24 specifications

Model

Water Block Dimensions
(L'W*H)mm

Thermal Compound

(INTEL)
CPU SOCKET SUPPORT

(AMD)
CPU SOCKET SUPPORT

Tubes Length (mm)

Tubes Material

LED Modes

Pump

Pump Speed (+/-10% RPM)
Bearing Type

Noise Level (dBA)
Max.Flow (L/min)

Input Voltage (V)

Input Current(No Fan) (A)
Rated Power(No Fan) (W)
Mean Time Between Failure (h)
Radiator
Dimensions(L*"W*H)mm
Enclosure Technics

Materials

Connectors

Fan

Dimensions(mm)

Eskimo junior 24

78 x 78 x 53

Needle-cylinder type high thermal conductive silicone
grease Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AMS5 [TR4

400

Rubber with Nylon braided sleeve
Controller Built-in LED

Internal Pump

2800

Ceramic bearing

<30

>50000

Square radiator
277 x 120 x 27 mm
Painting&printing
Aluminum

Aluminum Pagoda-Shape Connectors

SQUAMA 2503B x 2
120 x 120 x 25

PWM Speed Mode (+/-10% RPM) 2000

Noise Level (dBA)

Air Pressure (mmH20)
Airflow (CFM)

LED Modes

29
2.92
69.1

Motor PWM control
ARGB control

Eskimo Junior 36 specifications

Model

Water Block Dimensions
(L'W*H)mm

Thermal Compound

(INTEL)
CPU SOCKET SUPPORT

(AMD)
CPU SOCKET SUPPORT

Tubes Length (mm)

Tubes Material

LED Modes

Pump

Pump Speed (+/-10% RPM)
Bearing Type

Noise Level (dBA)
Max.Flow (L/min)

Input Voltage (V)

Input Current(No Fan) (A)
Rated Power(No Fan) (W)
Mean Time Between Failure (h)
Radiator
Dimensions(L*"W*H)mm
Enclosure Technics

Materials

Connectors

Fan

Dimensions(mm)

Eskimo junior 36

78 x 78 x 53

Needle-cylinder type high thermal conductive silicone
grease Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4]AM5 /TR4

450

Rubber with Nylon braided sleeve
Controller Built-in LED
Internal Pump

2800

Ceramic bearing

<30

14

12

0.25

3

>50000

Square radiator

397 x 120 x 27 mm
Painting&printing
Aluminum

Aluminum Pagoda-Shape Connectors

SQUAMA 2503B x 3
120 x 120 x 25

PWM Speed Mode (+/-10% RPM) 2000

Noise Level (dBA)

Air Pressure (mmH20)
Airflow (CFM)

LED Modes

29
2.92
69.1

Motor PWM control
ARGB control

Eskimo Junior 24 Package content
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: Intel Socket x2

: Fanx2

: Amd Socket x2

: Intel Cpu Backplane x1
: Support Stud x4 (115x)

: Hand Screw Caps x4

: Liquid Cooled Screws x8
: PWM Extensions x1

: ARGB Extensions x1

F: Support Stud x4 (17xx )
G: Support Stud x4 (20xx )
H: 240 Liquid Cooled x1

I: Support Stud x4 (Amd )
J: Fan Screws x8

O: Thermal Grease x1
P: Silicone Spoon x1

Eskimo Junior 36 Package content

: Intel Socket x2

: Fan x3

: AMD Socket x2

: InteL CPU Backplane x1
: Support Stud x4 (115x)
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: Fan Screws x12

: Hand Screw Caps x4

: Liquid Cooled Screws x12
: PWM Extensions x1

zZ X

F: Support Stud x4 (17xx )
G: Support Stud x4 (20xx )
H: 360Liquid Cooled x1

I: Support Stud x4 (TR4)
J: Support Stud x4 (AMD )

O: ARGB Extensions x1

P: Thermal Grease x1
Q: Silicone Spoon x1




Install Fans

1. Install Fans to Radiator

2. Install the fan screws
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Connection Cables

Fan/ARGB Cable Serialised to Motherboard

Motherboard
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ARGB Cables

/ PH2 ]- x12

Install the CPU Cooler
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1. Remove the protect film from the
cold-plate.

2. Apply the thermal compound on the
CPU surface,and spread evenly with
silicone grease spoon
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Thermal Compound Silicone grease spoon

3. Install the Mounting Bracket
Choose your Mounting Bracket INTEL or AMD according
to your Motherboard.
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AMD Mounting Bracket  INTEL Mounting Bracket

4. Install the Backplate

Remove the white double-sided adhesive at the bottom( AMD
motherboard does not require backplate installation,just need t
remove the mounting bracket in the below picture and then inst
4 standoff screws.

AMD Mounting Bracket

5. Install the Standoff Screws
Choose the correct 4 standoff screws match with the CPU Moun
Bracket,then install them onto your motherboard and tighten th

* + * * standoff screws

6. Install the Water Block
Put the water block on the CPU,and then tighten 4 thumbscrew

' ' ' ' thumbscrew caps

°

all

ting
em

caps

Eskimo Junior 24 =S8

BS
WRRT (KEH)
SHds

$NE (INTEL)

N2 (AMD)

KEKE (mm)
KEMR

STHIES

KR

IKGREEIR (+/-10% RPM)
SRR

1275 (dBA)

BAEZ (L/min)
HNEBE (V)
BB (EXRB) (A)
FEINE (ENE) (W)
ST HPERTIE (h)
B

R (K&ES) mm
HEIE

MR

#0

KRR

R~ (mm)

PWM #%3% (+/-10% RPM)
125 (dBA)

RE (mmH20)

XE (CFM)
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Eskimo junior 24
78X 78 x 53
NS S 517868
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Eskimo Junior 24 8&AZE

: IntelLiNEZZE x2

: XU x2

: AMDIIAZE x2

: InteL CPUETR x1
;IR x4 (115x)
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: FHelRLL0E x4
D KR HERZL X8
: PWMIEHK £ x1
: ARGBIE 4% x1

z =T

F: 212924 x4 (17xx )
G: ZHEI8H x4 (20xx )
H: 2407K%HEx1

I: #2424 x4 (AMD )
J: RERIRZL x8

0: EEx1

P: BEBEAT x1

Eskimo Junior 36 @R E

: IntelLINEZZR x2

: KB X3

: AMDIIE 22 x2

: InteL CPUEHR x1

: 2B x4 (115x)
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: KBRIRLZ x12

FhetR220g x4
KA HERZ x12

: PWMEEK R x1

z =~

F: 12984 x4 (17xx )
G: 2 x4 (20xx )
H: 3607K/4HE x1

I: Z2184 x4 (TR4)
J: ZEIEM x4 (AMD)

0: ARGBIE %% x1
P: BAF x1

Q: FEREAIx1
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Eskimo Junior 24 ESRE
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Eskimo junior 24
78 x 78 x 53
HEEXEEHARIE 5117868
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400
ERREESBEE
EH B NEIEN
NER

2800

ap=4

<30

1.4

12

0.25

3

>50000

FHE

277 x 120 x 27 mm
TERENRY
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Eskimo junior 36
78 x 78 x 53
HEXEEHHIE 5117868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4

450
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FHE

397 x 120 x 27 mm
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BEEME

SQUAMA 2503B x 3
120 x 120 x 25

2000
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69.11

FESE PWM 155
Y&t ARGB #5:l

Eskimo Junior 24 S¥RNE

Intel B2 x2
D AR X2
AMDINAZZE x2

: Intel CPUETR x1
IR x4 (115x)
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K: Fhelgastg x4
L: 7K24844% x8

M: PWMIERAR x1
N: ARGBIERAR x1

M Ji

F: SEIEAE x4 (17xx)
G: BT x4 (20xx)
H: 2407k/% x1

I: 218424 x4 (AMD)
J: EUSIR4% x8

O: BEE x1
P: B7BE~T x1

Eskimo Junior 36 GI3NE

A: Intel 1A ZE x2
B: AR x3

C: AMDINERZZ x2
D: Intel CPUBE1R x1
E: 235484 x4 (115%)

K: ERiE44 x12
L: FHeIB4A0E x4
M: ZKRUB%A x12
N: PWMIERAR x1

TC

F: 28984 x4 (17xx)
G: 258 x4 (20xx)
H: 3607K/% x1

I: Z1E424F x4 (TR4)
J: 25481 x4 (AMD)

O: ARGBIERAR x1
P: BEE x1
Q: #EEAIx1

TC
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Eskimo Junior 24 Leistungsbeschreibung

Modell

Water Block Dimensions
(L'W*H)mm

Thermische Verbindung

(INTEL)CPU-SOCKET-
UNTERSTUTZUNG

(AMD)CPU-SOCKET-
UNTERSTUTZUNG

Rohre Lange (mm)
Rohre Material
LED-Modi

Pumpe

Drehzahl der Pumpe
(+/-10% RPM)

Lager Typ

Larmpegel (dBA)

Max. Durchfluss (L/min)
Eingangsspannung (V)
Eingangsstrom (ohne Liifter) (A)
Nennleistung (ohne Liifter) (W)
Mittlere Ausfallzeit (h)
Heizkdrper

Abmessungen (L*B*H)mm
Gehduse-Techniken
Materialien

Steckverbinder

Fan

Abmessungen (mm)

Eskimo junior 24

78 x 78 x 53

Hoch wéarmeleitfahiges Silikonfett mit Nadelzylindern
Schmierfett Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AM5 [ TR4

400

Gummi mit Nylonumflechtung
Controller Eingebaute LED
Interne Pumpe

2800

Keramisches Lager

<30

1.4

12

0.25

3

>50000

Quadratischer Heizkorper
277 x120 x 27 mm
Malerei&Druck
Aluminium

Pagodenférmige Verbinder aus Aluminium

SQUAMA 2503B x 2
120 x 120 x 25

PWM-Drehzahlmodus (+/-10% RPM) 2000

Larmpegel (dBA)
Luftdruck (mmH20)
Luftstrom (CFM)
LED-Modi

29
292
69.1

Motor-PWM-Steuerung
ARGB-Steuerung

Eskimo Junior 36 specifications

Modell

Water Block Dimensions
(L'W*H)mm

Thermische Verbindung

(INTEL)CPU-SOCKET-
UNTERSTUTZUNG

(AMD)CPU-SOCKET-
UNTERSTUTZUNG

Rohre Lange (mm)
Rohre Material
LED-Modi

Pumpe

Drehzahl der Pumpe
(+/-10% RPM)

Lager Typ

Larmpegel (dBA)

Max. Durchfluss (L/min)
Eingangsspannung (V)
Eingangsstrom (ohne Liifter) (A)
Nennleistung (ohne Liifter) (W)
Mittlere Ausfallzeit (h)
Heizkorper

Abmessungen (L'B*H)mm
Gehduse-Techniken
Materialien

Steckverbinder

Fan

Abmessungen (mm)

Eskimo junior 36

78 x 78 x 53

Hoch warmeleitfahiges Silikonfett mit Nadelzylinder
Schmierfett Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AMS5 [TR4

450

Gummi mit Nylonumflechtung
Controller Eingebaute LED
Interne Pumpe

2800

Keramisches Lager

<30

0.25

3

>50000

Quadratischer Heizkorper
397 x 120 x 27 mm
Malerei&Druck
Aluminium

Pagodenférmige Verbinder aus Aluminium

SQUAMA 2503B x 3
120 x 120 x 25

PWM-Drehzahlmodus (+/-10% RPM) 2000

Larmpegel (dBA)
Luftdruck (mmH20)
Luftstrom (CFM)
LED-Modi

29
292
69.11

Motor-PWM-Steuerung
ARGB-Steuerung



Eskimo Junior 24 Inhalt des Pakets

: Intel Sockel x2

: Fanx2

: Amd Sockel x2

. Intel Cpu Backplane x1

: Gestiit unterstiitzen x4 (115x )

m o O w >

: Handschraubkappen x4
: Fliissiggekiihlte Schnecken x8
: PWM Erweiterungen x1

z Z=|n =

: ARGB-Erweiterungen x1

M i

F: Stiitze Gestlit x4 (17xx )

G: Stiitze Gestiit x4 (20xx )

H: 240 Flussiggekiihlt x1

I: Gestit unterstiitzen x4 (Amd)
J: Llfterschrauben x8

0: Warmeleitpaste x1
P: Silikonloffel x1

Eskimo Junior 36 Package content

m o O w >

zZ T nmxX

. Intel Sockel x2

: Fanx3

: AMD Sockel x2

: InteL CPU Backplane x1
: Stiitze Gestiit x4 (115x)

: Lifterschrauben x12

: Hand-Schraubkappen x4

: Fliissiggekiihlte Schnecken x12
: PWM Erweiterungen x1

F: Stiitze Gestiit x4 (17xx )
G: Stiitze Gestiit x4 (20xx )
H: 360 Flussiggekihltx1 n
I: Support Stud x4 (TR4)

J: Support Stud x4 (AMD)

O: ARGB Verldangerungskabel x1
P: Warmeleitpaste x1

Q: Silikonléffel x1

Montage Fans

1. Montage des Liifters auf dem Kiihlaggregat

2. Montieren Sie die Liifterschrauben

|

|

I
11

Anschlusskabel

ARGB-Kabel

I
A

-

[

/ PH2 .l- x12

I

Liifter/ARGB-Kabel mit Serialisierung zum Motherboard

Installation des CPU-Kiihlers

3
[ ! -
v g e
<
,‘_.-n-
.-ﬁ
e o '

B

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der
Kuhlplatte.

2. Tragen Sie die Warmeleitpaste auf die
CPU-Oberfliche auf, und verteilen Sie sie
gleichméaRig mit Silikonfettloffel

P re— 2

Warmeleitpaste Silikon-Fettloffel

3. Montage der Halterung
Wahlen Sie lhre Montagehalterung INTEL oder AMD
entsprechend fir Ihr Motherboard.

1 v
b= A=A

AMD-Halterung INTEL-Halterung

4. Installieren der Riickwand

Entfernen Sie den weiBen doppelseitigen Kleber an der Unterseite
(AMD Motherboard erfordert keine Installation der Backplate, Sie
miissen nur die Sie milssen nur die Halterung im unteren Bild
entfernen und dann die 4 Abstandsschrauben

AMD-Halterung

5.Einsetzen der Abstandsschrauben

Wahlen Sie die richtigen 4 Abstandsschrauben, die zur CPU-
passen. Halterung, Sie sie dann

aufIhrem Motherboard und ziehen Sie sie fest.

* * * * Abstandsschrauben

6. Einbau des Wasserblocks
Setzen Sie den Wasserblock auf die CPU, und ziehen Sie die 4
Randelschrauben fest

' ' ' ' Réndelschrauben
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Eskimo junior 24
78 x 78 x 53
SO HBY—TILI)— (EiT7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4

400
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2800

EESS

<30

> 50000

EFRDFY

277 x 120 x 27 mm
2 FL—RA > ENRI
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FILENIEAYR

SQUAMA 2503B x 2
120 x 120 x 25

2000

29

2.92

69.11
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Eskimo junior 36
78 x 78 x 53
SUVTRES - —R (5H7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4 [AM5 [ TR4

450
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AYbA—5—(ICI3RBEAZROIEHAENTVEY
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2800

GRS

<30

>50000

EHFDT

397 x 120 x 27 mm
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SQUAMA 2503B x 3
120 x 120 x 25

2000

29
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Eskimo Junior 24 Ny —SHE

A: IntelL/NwZ)LRILA— x2

B: 551 x2

C: AMD/\wWZIL7RILA— x2

D: InteL CPUE#R x1
E: ##BhsE x4 (115x)

K:aCELFvh x4

L: 7K2H=R x8

M: PWMIERI—R x1
N: ARGBZEERI—HR x1

F: #BhEE x4 (17xx )

G: ##HBhsE x4 (20xx )

H: 240 4 —4—20—2—x1
I HR—F2&YR x4 (AMD)
J: 7721 x8

O: HREMR—Z b x1
P: )R T—>TY x1
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Eskimo Junior 36 /X —SH

A: InteLEOHERTS7 v T x2

B: 77> x3

C: AMDE®HEIS7vhTY x2
D: InteL CPUNYZR—RTY x1

E: #BhsE x4 (115x)

K: MBS IRA x12
L: FTHRLE x4
M: 7K /2 B2 hE x12
N: PWMAERI—F x1

=
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B

F: #Bh8R x4 (17xx )
G: ##EBhE x4 (20xx )
H: 3607K/4HE x1

I: #EBhSE x4 (TR4)
J: #HBhe% x4 (AMD)

O: ARGBZEERI—F x1
P: SzEMAR—Z X1
Q: AV RF—>Td xl

JP
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T7oBEHILTS CPUY—5—ZRDfII3 Eskimo Junior 24 Ab¥ Eskimo Junior 36 At
1 L S
1L5IT—8—IC77 2RO ET ol Eskimo junior 24 oo Eskimo junior 36
ZC 6= 27|(PWH)mmM | 78 X 78 x 53 ZE6|= 37|(PWH)mm | 78 x 78 x 53
k} g aglA AZIX| Bt nEHEML 2|2 J2|A Mojx7868 g agla AZIX| EfY nEMEM M2|2 J2|A Aojx7868
4 (INTEL)CPU A3 x| Intel® (INTEL)CPU 22 X| & Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700 LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
|
6 oY P (AMD)CPU 43 X/ AMD® (AMD)CPU A3l X| 2 AMD®
o o & AM3/AM3+/AMA/AMS/TRA AM3/AM3+/AM4/AM5/TRA
- SE3 20| (mm) 400 SE3 20| (mm) 450
— - +E3 LiY® mx 12 g2 SE A Lig® Bx 12 gelu
- t LEDZE HEZ2| LYF LED LEDZE HEEZ2| LIF LED
E| Bz L B Slef g L B
QIE| BT A5 (+/-10%RPM) 2800 QIE| HI £ (+-100RPM) 2800
Hold |4 M2tay o Hold |4 &
1L93—=2=TOvIDRET 1L ANy ITL—VEBORHIFET A2 (dBA) <30 28 (dBA) <30
/ ZRHLET BUICREOEVEET —T 23T UENBD XrH a1 [ e
2. 77 JEMDFITET PH2 | x12 2. CPUDHRICEB DY —NR—Z T ig@i%i_ﬁ_Pfiﬁlgjlﬁ?%ﬁté et 7 (L/min - 2w (L/min -
. CEEDY— - DA W RDTFRF =TS % T
EEHL.IUTVIU-IRT-2TH IS DR EYRERD A1 BAENBDET) 2 T (V) 12 2 Tt (v) 12
BlahLEy ol2f T (WalA) (o) 0.25 o2t T (MalA) (o) 0.25
L] A H(Ma|A) (W) 3 A H(Ma|A) (W) 3
1 ‘ ] I I I H—R—Rk  SUAVIY—RZT— AMDZU T TSk ™ 0% 72t4 (h) >50000 o 0% 7t (h) >50000
‘ 1 I 2tC]0l| 01 AR ghE g 2tC| 0l 0 E AR gt
e 528y KERDN &S 37| ('W*H 277 x 120 x 27 37| ('W*H 397 x 120 x 27
3.97RF—EBONITET FELEFILOCPUT7RF —EBIRL.4DD 27N ymm X xe/mm 27 ymm X xesmm
TN TEERI . A=A Ky T FORTRIE Alol2 23 Hi9IE) 3 ol Aloj2 23 HiolE) % ol
—R—=ROZA AT CTAMD I 7 X+ — hETHDET
A L2015 X = ozn|E
F i . , Eoaaad 7{HE] A20|5 Thack HUE F{4lE| A20|5 Tacky HUE
- 6. 94— S—T Oy EMOMTET
TA—R—T Oy %I —HR—RDOCPUIC
BENEADOETRITHDET
ADDNYRRD ) a—FoyTmimHET
AMDT 7R F— INTELZ 72X F—
NYRRIYa—FvyS
e PP QW ]| SQUAMA 2503B x 2 o SQUAMA 2503B x 3
37| (mm) 120 x 120 x 25 37| (mm) 120 x 120 x 25
PWM & (+/-10% RPM) 2000 PWM & (+/-10% RPM) 2000
==
Phbé: i A2 (dBA) 29 42 (dBA) 29
37| &3 (mmH20) 2.92 37| &3 (mmH20) 2.92
37| 82 (CFM) 69.11 37| 52 (CFM) 69.11
772 /ARGBT =T ILIETH —R—FICEHEIhTWS HO| e 2E| PWM 0] HO| e 2E{ PWM R0
ARGB H|0f ARGB H|0f

- - . - . -
- = - e gl —a
L ] o
ARGBEZERI—R
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Eskimo Junior 24 Ij7|X| LHE

Eskimo Junior 36 I{7|X| LH&

=]
nx
P

CPU 22 4%|

KR

A: Intel 23 x2 F: XIX| AE{Z x4 (17xx ) A: Intel 27 x2 F: XIX| AE{S x4 (17xx ) 1. 2fCIOjOIE ofl ' 2| .

B: T x2 G: XIX| AEE x4 (20xx ) B: M x3 G: XIX| AE{E x4 (20xx )

C: Amd 22 x2 H: 240 A x1 C: AMD 42l x2 H: 360 34! x1 3

D: Intel Cpu #Z2]|2l x1 I: X|X] AE = x4 (Amd) D: InteL CPU #Z2{|Ql x1 I: XX AH= x4 (TR4)

E: X|IX| AE{Z x4(115x) J: TH LA x8 E: XIX| AE{E x4(115x) J: XIX| AE{E x4 (AMD) 6 ot S
s o ;

K: e A2 74 x4 0: g Ja|Axl K: T L}AFx12 O: ARGB 2% x1 ﬂ‘: -

L: a4 LEAFX8 P: H2|2 AEx1 L: #iE A33 2 x4 P: & JajAx] L t

M: PWM &% x1 M: 284 LEALx12 Q M2|Z AExXL

N: ARGB 2H%f x1 N: PWM 2+ x1

4. HEZ20|E HX|

StEho] 214 obet T (AMD)OIE] HEE ¥ Z2i|0|E MX|7t U2
St ghgLict. of2l 22| oh2E HafAle MAet £ MX|SHIAR.

/ PH2 .|- x12 ABEQE LiAf 47,

2, LiAF HX|

3.0126 =ef3l M|
0f ufe} 0t e H2H3 INTEL Ei= AMDE MEBHIAIL. CEED
EELEN

Ny
b= A=A

AMD 0h2 g Bzl INTEL Oh2€ B2zl

6. 9IEf 23 g%
CPUOI #/Ef 2218 52 47He] Lib| LAt 28 ZeiLick

LH| LhAR 24

PWM #|0|2
oiHEE

pop— 0 N J)

ARGB #|0| =
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Eskimo Junior 24

TexHUYECKMe XapaKTepucTUKM NpogyKTa

HOMep Mogenu

Pa3mep xonogHom
ronosku (LWH)

TepMu4yecKasa cMa3Ka

npsbxkka (INTEL)
npsbkka (AMD)

[Onnna Tpy6bl (mm)

CaHTexHuYeckne
MaTepuanb

YnpasneHue
ocBeljeHnem

XpaHeHwne BoAbl

CKOPOCTb BpaLeHuns
Hacoca (+/-10% RPM)

Tun noglmnHuka

wymbl (dBA)

MaKkcuManbHbIv
pacxog (L/min)

BxogHoe HanpsikeHue (V)

BxogHoi Tok
(6e3 BeHTUNsTOPA) (A)

HoMuHanbHas MOWHOCTb
(6e3 BeHTUNSTOPA) (W)

CpefHee Bpems
HapaboTKM Ha OTKa3
(MTBF) (h)

TennooTeBog

Paamepbl (LWH)mm

Mpouecc n3rotoBneHus
060/104KMN

maTepuman (M3 KoToporo
YTO-/1. CieNaHO)

pasbem

BEHTUNATOP
pasmepbl (mm)

PWM konuyectso
060pOTOB B MUHYTY
(+/-10% RPM)

CTaTMYeCcKuin (B curHane)
(dBA)

nasnexune setpa (mmH20)

06béM Bo3fyxa (CFM)

MeTog ynpas/ieHus

RU

Eskimo junior 24
78 x 78 x 53

CUNMKOHOBAsi CMa3Ka C BbICOKOI TeMI0MNPOBOJHOCTbIO
wnpwuyesoro Tuna Shin-Etsu 7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AMS5/TR4

400

Pe3nHoBas BTY/IKa C HEMIOHOBOW ONNETKOW
BcTpoeHHble cBeTOBbIE 3thdeKTbl B KOHTpONNEPE
BHYTPEHHWMI Hacoc

2800

Kepamuka

<30

> 50000
KBaApaTHbIN psf,
277 x120 x 27 mm
MeyaTb HanbineHnem

anioMUHUM

ANIOMUHMEBAs rOIOBKA Narogbl

SQUAMA 2503B x 2

120 x 120 x 25
2000

29

2.92

69.1

LWNM-ynpaBneHue gsuratenem
YnpaeneHwue ocseljeHnem ARGB

Eskimo Junior 36

TexHUYeCKMe XapaKTepUCTUKM NPoayKTa

HOMep mMogenu

Pa3mep xonogHomn
rofnosku (LWH)

TepMu4yeckKasa cCMa3Ka

npsixka (INTEL)
npsixka (AMD)

[Annna Tpy6bl (Mm)

CaHTexHuYeckne
MaTepwuanbl

YnpasneHue
ocBelleHreM

XpaHeHune BoAbl

CKOPOCTb BpalyeHuns
Hacoca (+/-10% RPM)

Tun noglmnnHuKa

wymbl (dBA)

MakcuManbHbIn
pacxog (L/min)

BxogHoe HanpsikeHue (V)

BxogHoM ToK
(6e3 BeHTMNATOPA) (A)

HoMuHanbHas MOLWHOCTb
(6e3 BeHTMNATOpPA) (W)

CpepHee Bpems
HapaboTKM Ha OTKa3
(MTBF) (h)

TEeNnn00TBOA

Pasmepsbl (LWH)mm

Mpouecc n3rotoBneHus
060104KHM

MaTepwan (13 KoToporo
YTO-/1. CLeNAHO)

pasbem

BEHTUNATOP

pasmepbl (mm)

PWM konunyectso
060pOTOB B MUHYTY
(+/-10% RPM)

CTaTMYecKuin (B curHane)
(dBA)

nasnexune setpa (mmH20)

06béM Bo3yxa (CFM)

MeTOA ynpaBneHuns

Eskimo junior 36
78 x 78 x 53

CUIMKOHOBAs CMa3Ka C BbICOKOI TeMI0NPOBOJHOCTbIO
wnpwuyesoro Tuna Shin-Etsu 7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150{1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4

450

Pe3nHoBas BTy/IKa C HENIOHOBOI ONNETKOW
BcTpoeHHble cBeToBblE 3thdeKTbl B KOHTPONNEPE
BHYTPEHHWI Hacoc

2800

Kepamuka

<30

> 50000
KBaApaTHbIN psf,
397 x 120 x 27 mm
MNeyaTb HanbineHnem

anioMUHNUI

AntoMrHVeBas ronoBKa narogbl

SQUAMA 2503B x 3

120 x 120 x 25
2000

29

292

69.1

LINM-ynpaBneHue geuratenem
YnpaeneHue ocseljeHnem ARGB

Eskimo Junior 24 Cogep)xaHue nakeTta

: Intel [lepxaTenb NpsHkKu X2
: BEHTUNATOP X2

: AMD [lepxaTenb NPsKn X2

m o0 W >

: onopHast wnunbka x4 (115x)

! pyyYHast BUHTOBAs KpbILKa X4

: WAM-yannHuTens X1

zZ 2| X

. YpnuHutenb ARGB x1

: InteL CPU o6beanHnTenbHas nnata X1

: BUHTbI 4159 BOAAHOrO oxfiaxgeHns X8

F: onopHas wnunbka x4 (17xx )
G: onopHas wnuabka x4 (20xx )
H: 240 oxnagutens Bogbl X1

I: onopHas wnunbka x4 (AMD)

J: BuHTbI BeHTUAsITOpa X8

0O: TepMmyeckas cmMaska X1

P: cMNMKOHOBBIN COBOK X1

RU

Eskimo Junior 36 Cogep)xaHue nakeTta

A: InteL lepxatenb npsikku X2
B: BeHTunsTop X3

C: AMD [lepxaTenb npsiku X2

D: InteL CPU o6beanHuTensHas nnata x1

E: onopHas wnuabka x4 ( 115x)

K: BUHTbI BeHTUNATOPa X12

L: py4yHas BUHTOBas KpbiliKa X4

M: BUHTbI BOAAHOIO oxnaxaeHns xX12

N: WUM-yannHutens x1

F: onopHas wnuabka x4 (17xx )
G: onopHas wnuabka x4 (20xx )
H: 360oxnagntens Bogbl X1

I: onopHast wnunbka x4 (TR4)

J: onopHas wnunbka x4 (AMD)

O: YpnuHutenb ARGB x1

P: TepMuyeckasa cmaska X1

Q: CMNNKOHOBBIV COBOK X1

RU
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Cobepute BeHTUNATOP

1. YcTaHOBMTE BEHTUNATOP Ha paguaTop

2. YcTaHOBUTE BUHTbI BEHTUNSATOPA.

1 1
1

lMpoBopgHoOe coegnHeHne

Ka6enb BeHTUNATOpa/ARGB noak/04eH K MaTepUHCKOW naaTe

MaTepUHCKas

nnara

ARGB
YonuHuteno

RU

1
3
[ + -
11
o g ‘:
‘ -
0
™ ¢
e |

YcTaHOBKa Kynepa npoueccopa

1. CopBuTe 3aL4MTHYIO NAEHKY C
Bopo6noka

2. HaHecuTe cOOTBETCTBYIOLEE
KO/M4eCcTBO TepMonacTbl B CepeauHy
npoueccopa,PaBHOMEpPHO HaHecuTe
CUINKOHOBOW JIOXKKOU A1 CMa3Ku

[ ——
CunnkoHoBas NoXKa
TepmonacTa N5 CMa3Ku

3. YcTaHOBUTE Kpenex

BbIBEPUTE INTEL CLIPS U B N
3ABUCUMOCTW OT TUMA MATEPUHCKOWN
MNATbIl KpenexHblie anemeHTbl AMD

¢
=3 A=A

AMD Kpenéx INTEL Kpenéx

4. YcTaHOBKa Os'heﬂMHMTeanOﬁ naHenun
Hy»Ho cHavana otopeaTtb 6enbiit
ABYCTOPOHHMUIA CKOTY CHU3Y (Ha MAaTEPUHCKYIO
nnaty AMD He HY)XHO yCTaHaB/IMBaTb 3afHIO0
naHesb, HYXHO CHATb CKOBY Kpenexa CHU3y u
YCTaHOBUTb 4 WNW/bKY)

3aXMMHOM KpOHLWTeitH AMD

g

YcTaHOBUTE WINUABKY

BbibepuTe Kpenex npoueccopa ¢ 4 onopHbIMI
WNWAbKaMW OAHO MOJENN, 4TOBbI BbIPOBHATbL
€ro ¢ 3afiHeii NaHenblo 3aTAHNTe Nocne

OTBEPCTUIA N0 BUHTBI
OnopHble WNUALKK ** ' *

. YcTaHoBKa Bofj0610Ka
MomecTuTe BOAO6I0K Ha NpoLLeccop
MaTepPUHCKOIA MaThbl, COBMECTUTE OTBEPCTUS U
NPUKPYTUTE3aTSAHNTE 4 PyYHbIE BUHTOBbIE
KPbILIKM

PyyHas
3aBMHYMBaKOLIAACA
KpblLLKa

o

Eskimo Junior 24 Spécifications

Modéle

Dimensions du bloc d’ eau
(L'W*H)mm

Pate thermique

(INTEL)PRISE EN CHARGE
DES SOCKETS CPU

(AMD) PRISE EN CHARGE
DES SOCKETS CPU

Longueur des tubes (mm)
Matériau des tubes
LED Modes

Pompe

Vitesse de la pompe
(+/-10% RPM)

Type de roulement
Niveau sonore (dBA)
Max.Débit (L/min)

Tension d’ entrée (V)

Courant d’ entrée
(pas de ventilateur) (A)

Puissance nominale
(pas de ventilateur) (W)

Temps moyen entre les
défaillances (h)

Radiateur

Dimensions (L"W*H) mm
Techniques d’ enceinte
Matériaux

Connecteurs

Eventail

Dimensions (mm)

Mode de vitesse PWM
(+/-10% RPM

Niveau sonore (dBA)

Eskimo junior 24

78 x 78 x 53

Silicone a haute conductivité thermique de type cylindre
a aiguille graisse Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4

400

Caoutchouc avec manchon tressé en nylon
Contréleur LED intégrée

Pompe interne

2800

Roulement en céramique

>50000

Radiateur carré

277 x 120 x 27 mm
Peinture et impression
Aluminium

Connecteurs en aluminium en forme de pagode

SQUAMA 2503B x 2
120 x 120 x 25

2000

29

Pression atmosphérique (mmH20)  2.92

Air (CFM)
LED Modes

69.1

Contrdle PWM du moteur
Controle ARGB

FR

Eskimo Junior 36 Spécifications

Modéle

Dimensions du bloc d’ eau
(L*W*H)mm

Pate thermique

(INTEL)PRISE EN CHARGE
DES SOCKETS CPU

(AMD) PRISE EN CHARGE
DES SOCKETS CPU

Longueur des tubes (mm)
Matériau des tubes
LED Modes

Pompe

Vitesse de la pompe
(+/-10% RPM)

Type de roulement
Niveau sonore (dBA)
Max.Débit (L/min)

Tension d’ entrée (V)

Courant d’ entrée
(pas de ventilateur) (A)

Puissance nominale
(pas de ventilateur) (W)

Temps moyen entre les
défaillances (h)

Radiateur

Dimensions (L"W*H) mm
Techniques d’ enceinte
Matériaux

Connecteurs

Eventail

Dimensions (mm)

Mode de vitesse PWM
(+/-10% RPM

Niveau sonore (dBA)

Eskimo junior 36

78 x 78 x 53

Silicone a haute conductivité thermique de type cylindre
a aiguille graisse Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4

450

Caoutchouc avec manchon tressé en nylon
Contréleur LED intégrée

Pompe interne

2800

Roulement en céramique

>50000

Radiateur carré

397 x 120 x 27 mm
Peinture et impression
Aluminium

Connecteurs en aluminium en forme de pagode

SQUAMA 2503B x 3
120 x 120 x 25

2000

29

Pression atmosphérique (mmH20) ~ 2.92

Air (CFM)
LED Modes

69.11

Contrdle PWM du moteur
Contrdle ARGB

FR
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Eskimo Junior 24 Contenu du coffret Installer des ventilateurs

Eskimo Junior 36 Contenu du coffret Install the CPU Cooler

: Bouchons a vis a main x4

: Vis refroidies par liquide x8

0: Graisse thermique x1

P: Cuillére en silicone x1

K: Vis de ventilateur x12
L: Capuchons de vis a main x4
M: Vis refroidie par liquide x12

O: Extensions ARGB x1
P: Graisse thermique x1

Q: Cuillére en silicone x1

A: Intel Socket x2 F: Soutien au goujon x4 ( 17xx ) A: Intel Socket x2 F: Support Stud x4 (17xx ) 1. Installez des ventilateurs sur le radiateur ’

B: Ventilateur x2 G: Support Stud x4 (20xx ) B: Ventilateur x3 G: Support Stud x4 (20xx )

C: Amd Socket x2 H: 240 Refroidi par liquide x1 C: AMD Socket x2 H: 360 Refroidi par liquide x1 v

D: Intel Cpu Backplane x1 I: Support Stud x4 (Amd ) D: IntelL CPU Backplane x1 I: Support Stud x4 (TR4)

E: Support Stud x4 (115x) J: Vis du ventilateur x8 E: Support Stud x4 (115x) J: Support Stud x4 (AMD ) &

K
L
M: Extensions PWM x1
N

: Extensions ARGB x1 N: PWM Extensions x1

1. Retirez le film de protection du

plaque froide 4. Installez la plaque arriére

Retirez I adhésif double face blanc en bas( AMD) La carte mére ne
nécessite pas d installation de plaque arriére, juste besoin de

!
2. Installez les vis du ventilateur PH2 x12 2. Appliquez le composé thermique sur le fi‘i‘s';zel;f::::'ﬂ:;m°"tageda"“ image ci-dessous, puis installez
Surface du processeur, et répartis ?
uniformément avec Cuillére a graisse en
silicone

P re— 2

1 I [ [
1

Composé thermique Cuillére a graisse en silicone Support de montage AMD

|

5. Installez les vis de sécurité

3. Installez le support de montage Choisissez les 4 vis de mise a |' écart qui correspondent correctement
Choisissez votre support de montage INTEL ou AMD selon au montage du processeur Supportez, puis installez-les sur votre carte
avotre carte mére. mére et serrez-les.

* + * * Vis a entretoise

H 6. Installez le bloc d’ eau
Placez le bloc d' eau sur le processeur, pus serrez 4 bouchons de vis

amolette

' ' ' ' Bouchons a vis a molette

Support de montage  Support de montage
AMD INTEL

Cables de connexion

Cable ventilateur/ARGB sérialisé sur la carte mére

Carte mére

- .. oml o = o

an —

Saes— P Cables ARGB

FR FR
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Eskimo Junior 24 Especificacion del producto

Model

Dimensiones del bloque deagua
(CAA)MM

Compuesto térmico

(INTEL)

SOPORTE DE SOCKET DE CPU
(AMD)

SOPORTE DE SOCKET DE CPU

Tubes Length (mm)
Tubes Material

LED modes

Bomba

Speed (+/-10% RPM)
Bearing type

Nivel de ruido (dBA)
Caudal maximo (L/min)

Tensién de entrada (V)

Corriente de entrada
(sin ventilador) (A)

Potencia (sin ventilador) (W)
Tiempo medio entre fallos (h)
Radiador

Dimensiones (L*A*Al)mm
Técnicas de cerramiento
Materiales

Conectores

Ventilador

Dimensiones(mm)

Modo de velocidad PWM
(+/-10% RPM)

Nivel de ruido (dBA)

Presién atmosférica(mmH20)
Flujo de aire (CFM)

Modos LED

Eskimo junior 24

78 x 78 x 53

Silicona de alta conductividad térmica tipo aguja-cilindro
grasa Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4 /AM5/TR4

400

Caucho con funda trenzada de nailon
Controlador LED integrado
Bomba interna

2800

Rodamiento cerdmico
<30

1.4

12

0.25

3

> 50000

Radiador cuadrado

277 x 120 x 27 mm

Pintura e impresién
Aluminio

Conectores en forma de pagoda de aluminio

SQUAMA 2503B x 2
120 x 120 x 25

2000

29

2.92

69.11

Motor PWM control
ARGB control

Eskimo Junior 36 Especificacion del producto

Model

Dimensiones del bloque deagua
(EAA)MM

Compuesto térmico

(INTEL)
SOPORTE DE SOCKET DE CPU

(AMD)
SOPORTE DE SOCKET DE CPU

Tubes Length (mm)
Tubes Material

LED modes

Bomba

Speed (+/-10% RPM)
Bearing type

Nivel de ruido (dBA)
Caudal maximo (L/min)

Tensién de entrada (V)

Corriente de entrada
(sin ventilador) (A)

Potencia (sin ventilador) (W)
Tiempo medio entre fallos (h)
Radiador

Dimensiones (L"A*Al)mm
Técnicas de cerramiento

Materiales

Conectores

Ventilador

Dimensiones(mm)

Modo de velocidad PWM
(+/-10% RPM)

Nivel de ruido (dBA)

Presién atmosférica(mmH20)
Flujo de aire (CFM)

Modos LED

Eskimo junior 36

78 x 78 x 53

Silicona de alta conductividad térmica tipo aguja-cilindro
grasa Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4

450

Caucho con funda trenzada de nailon
Controlador LED integrado
Bomba interna

2800

Rodamiento cerdmico
<30

1.4

12

0.25

3

>50000

Radiador cuadrado

397 x 120 x 27 mm
Pintura e impresién
Aluminio

Conectores en forma de pagoda de aluminio

SQUAMA 2503B x 3
120 x 120 x 25

2000

29

2.92

69.11

Motor PWM control
ARGB control

Eskimo Junior 24 Contenido del paquete

: InteL Soporte de hebilla x2
: abanico (préstamo) x2

: Abrazadera AMD x2

: CPU integrado x1

m o O W >

: perno de soporte x4 (115x)

K: tapon de rosca manual x4

L: Refrigeracién por agua
Tornillos x8

M: Cable alargador PWM x1

=

: Cable alargador ARGB x1

F: perno de soporte x4 (17xx )
G: perno de soporte x4 (20xx )
H: 240 refrigerador de agua x1
I: perno de soporte x4 (AMD)

J: Tornillos del ventilador x8

0O: grasa térmica x1

P: cuchara de silicona x1

ES

Eskimo Junior 36 Contenido del paquete

m o O W >

: InteL Soporte de hebilla x2
: abanico (préstamo) x3

: Abrazadera AMD x2

: CPU integrada x1

: perno de soporte x4 (115x)

: Tornillos del ventilador x12

Tapén de rosca manual x4

: Refrigeracion por agua Tornillos x12

: Cable alargador PWM x1

F: perno de soporte x4 (17xx )
G: perno de soporte x4 (20xx )
H: 360 refrigerador de agua x1
I: perno de soporte x4 (TR4)
J: perno de soporte x4 (AMD )

O: Cable alargador ARGB x1
p: grasa térmica x1

Q: cuchara de silicona x1
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Montar el ventilador Instale el enfriador de CPU Eskimo Junior 24 specifikationer Eskimo Junior 36 specifikationer
1. Instale el ventilador en el radiador 1 Modell Eskimo junior 24 Modell Eskimo junior 36
Vattenblock Matt Vattenblock Matt
CBHmm 78X 78 x 53 LB 78X 78 x 53
3 P Nal-cylinder typ hég varmeledande silikon P Nal-cylinder typ hég varmeledande silikon
3 " Termisk forening fett lenyue7868 Termisk forening fett Xl%‘lyue7868
(INTEL) Intel® (INTEL) Intel®
1 5 STOD FOR PROCESSORSOCKEL  LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700 STOD FOR PROCESSORSOCKEL ~ LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
. el = (AMD) AMD® (AMD) AMD®
-] * STOD FORPROCESSORSOCKEL  AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4 STOD FORPROCESSORSOCKEL  AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
o= - Léangd pé rér (mm) 400 Léangd pa rér (mm) 450
=1
e e ¢ Material for ror Gummi med flatad hylsa av nylon Material for ror Gummi med flatad hylsa av nylon
LED-lagen Styrenhet Inbyggd LED LED-lagen Styrenhet Inbyggd LED
8 88 8 88
1. Arranca la pelicula protectora del 4. Instale la placa posterior Pump Intern pump Pump Intern pump
bloque de agua Primero debe arrancar la cinta blanca de i i
doble cara en la parte inferior (la placa base Pumpens hastighet 2800 Pumpens hastighet 2800

2. Instale los tornillos del ventilador

Conexion de cables

El cable ventilador/ARGB esta conectado a la placa base

2. Aplique una cantidad adecuada de
pasta térmica en el centro de la CPU,

N ¢
=3 =4

AMD no necesita instalar el panel posterior,
debe quitar el soporte de sujecién a

(+/-10% RPM)

(+/-10% RPM)

ﬁl’.l)tl:il'faarraug(iefggns:n;gr;%leic?:auna continuacién e instalar 4 espérragos) Typ av lager Keramiskt lager Typ av lager Keramiskt lager
Ljudniva (dBA) <30 Ljudniva (dBA) <30
W
Pasta térmica Cucg:rsa“;icg grasa Soporte de clip AMD Max.fléde (L/min) 1.4 Max.fléde (L/min) 14
3. Instale el sujetador 5. Insltale los nl'nontandtesd Ingéngsspanning (V) 12 Ingéngsspanning (V) 12
¥ Seleccione el sujetador de CPU con 4 pernos
EELTEISSISENELCALCIZSBIX‘STEEL OSEGUN de soForte (ljel mtismo?oqilodpara a/lindeall'lo Ingdngsstrom 0.25 Ingdngsstrom 0.25
. con el panel posterior Apriete despues de los H = .. A = ..
Sujetadores AMD e s (ingen flla:ktf)f(ll\() (ingen fllellk?f(i)
Nominell effekt Nominell effekt
* * ' * (utan flakt) (W) 3 (utan flakt) (W) 3
Pernos de soporte
Medeltid mellan fel (h) > 50000 Medeltid mellan fel (h) > 50000

6. Instale el bloque de agua
Coloque el bloque de agua enla CPU de la Radiator Fyrkantig radiator Radiator Fyrkantig radiator
placa base, alinee los orificios y atornille
Apriete 4 tapones de rosca manuales R .
SujetadoresAMD ~ CIERRES INTEL Métt (L*B*H)mm 277 x 120 x 27 mm Matt (L"B*H)mm 397 x 120 x 27 mm

Tapén de rosca manual . ' ' '

Teknik for kapsling
Material

Anslutningar

Malning & tryckning
Aluminium

Pagodformade anslutningsdon i aluminium

Teknik for kapsling
Material

Anslutningar

Malning & tryckning
Aluminium

Pagodformade anslutningsdon i aluminium

Flakt SQUAMA 2503B x 2 Flakt SQUAMA 2503B x 3
Matt (mm) 120 x 120 x 25 Matt (mm) 120 x 120 x 25

PWM-lage for hastighet
(+/-10% RPM)

2000

PWM-ldge for hastighet
(+/-10% RPM)

2000

[ BT
e Ljudniva (dBA) 29 Ljudniva (dBA) 29
Cable de Lufttryck (mmH20) 2.92 Lufttryck (mmH20) 2.92
JEYEYRITY Cxtension PWM Luftfldde (CFM) 69.11 Luftflsde (CFM) 6911
LED-lagen PWM-styrning av motor LED-ldgen PWM-styrning av motor

Cable de
extension ARGB

ARGB-styrning

ARGB-styrning
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Eskimo Junior 24 Férpackningens innehall

Intel Sockel x2

: Flakt x2

: Amd Sockel x2

: Intel Cpu bakplan x1
Stod for stud x4 (115x)

: Handskruvlock x4
Vatskekylda skruvar x8

: PWM-tillagg x1

: ARGB-tillagg x1

Zz Z X

F: Stod for stud x4 (17xx )
G: Stod for stud x4 (20xx )
H: 240 Vatskekyld x1

I: Stod for stud x4 (Amd)

J: Skruvar for flakt x8

O: Termiskt fett x1
P: Silikonsked x1

Eskimo Junior 36 Férpackningens innehall

: Intel Sockel x2

: Flaktx3

: AMD Sockel x2

: Intel Cpu bakplan x1

: Stod for stud x4 (115x)

m o O w >

. Skruvar for flakt x12

: Handskruvlock x4

: Vatskekylda skruvar x12
: PWM-tillagg x 1

zZ Z X

F: Stod for stud x4 (17xx )
G: Stod for stud x4 (20xx )
H: 360 Vatskekyld x1

I: Stod for stud x4 (TR4)
J: Stéd for stud x4 (AMD )

O: ARGB-tillagg x 1
P: Termiskt fett x1
Q: Silikonsked x1

Installera flaktar

1. Installera flaktar pa kylaren

2. Montera flaktskruvarna

Anslutningskablar

/ PHZT x12

Installera CPU-kylaren

[

SE

- L

1. Ta bort skyddsfilmen frén
kallplat.

2. Applicera den termiska féreningen pa
CPU-yta och sprid jamnt med silikonfett
sked

e

Termisk férening Silikonfett sked

3. Montera monteringsfastet
Valj ditt monteringsfaste INTEL eller AMD enligt
till moderkortet.

N 9~
SR

AMD monteringsfaste  INTEL monteringsfaste

4. Montera bakplattan
Ta bort det vita dubbelsidiga limet [angst ner({ AMD
kréver inte av behdver bara
Ta bort monteringsfastet i bilden nedan och installera sedan
4 avstangningsskruvar.

AMD monteringsfaste

5. Montera avstangningsskruvarna
Valj ratt 4 avstangningsskruvar matchar CPU-monteringen
Fiiste, installera dem sedan pa moderkortet och dra 4t dem.

* + * * avstangningsskruvar

6. Installera vattenblocket
Sitt vattenblocket pa CPU: n och dra sedan &t 4 tumskruvlock

' ' ' ' tumskruvslock

Flakt/ARGB-kabel serialiserad till moderkortet

Moderkort

L N B
ARGB-kablar
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Eskimo Junior 24 Produktspesifikasjon

Modellnummer

Sterrelse pa kaldt hode
(LWH)

termisk fett

Buckle (INTEL)

Buckle (AMD)

Lengde pa vannrgr (mm)
VVS-materialer

Styring av belysning

lagring av vann

Pumpehastighet
(+/-10% RPM)

Lagertype

Stoy (dBA)

Maksimal
gjennomstremning (L/min)

Inngangsspenning (V)

Inngangsstrem
(uten vifte) (A)

Nominell effekt
(uten vifte) (W)

MTBF (h)
kjeleribbe
Dimensjoner (LWH) mm

Shell-prosessen

materiale
(som noe er laget av)

kontakt

vifte (lanord)
Dimensjoner (mm)

PWM-hastighet
(+/-10% RPM)

Stey (dBA)
Vindtrykk (mmH20)
Luftstrgm (CFM)

kontrollmetode

NOR

Eskimo junior 24

78 x 78 x 53

Silikonfett med hey varmeledningsevne og sproytetype
Shin-Etsu 7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4

400

Flettet gummihylse i nylon
Innebygde lyseffekter i kontrolleren
intern pumpe

2800

keramikk

<30

14

12

0.25

3

>50000

firkantet rad

277 x120 x 27 mm
Sproytetrykk

aluminium

Pagodehode i aluminium

SQUAMA 2503B x 2
120x 120 x 25

2000
29
292
69.1

PWM-styring av motor
ARGB-styring av belysning

Eskimo Junior 36 Produktspesifikasjon

Modellnummer

Sterrelse pa kaldt hode
(LWH)

termisk fett

Buckle (INTEL)

Buckle (AMD)

Lengde pa vannrgr (mm)
VVS-materialer

Styring av belysning

lagring av vann

Pumpehastighet
(+/-10% RPM)

Lagertype

Stay (dBA)

Maksimal
gjennomstremning (L/min)

Inngangsspenning (V)

Inngangsstrem
(uten vifte) (A)

Nominell effekt
(uten vifte) (W)

MTBF (h)
kjsleribbe
Dimensjoner (LWH) mm

Shell-prosessen

materiale
(som noe er laget av)

kontakt

vifte (lanord)
Dimensjoner (mm)

PWM-hastighet
(+/-10% RPM)

Stey (dBA)
Vindtrykk (mmH20)
Luftstrgm (CFM)

kontrollmetode

Eskimo junior 36
78 x 78 x 53

Silikonfett med hgy varmeledningsevne og sproytetype
Shin-Etsu 7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4 /AM5/ TR4

450

Flettet gummihylse i nylon
Innebygde lyseffekter i kontrolleren
intern pumpe

2800

keramikk

<30

1.4

12

0.25

3

> 50000

firkantet rad

397 x 120 x 27 mm
Sproytetrykk

aluminium

Pagodehode i aluminium

SQUAMA 2503B x 3
120x 120 x 25

2000
29
2.92
69.1

PWM-styring av motor
ARGB-styring av belysning

Eskimo Junior 24 Innhold i pakken

m o O w >

zZ Z X

: InteL spenneholder x2

: vifte (lanord) x2

: AMD Buckling Bracket x2
: InteL CPU-bakplan x1

: stgttebolt x4 (115x)

: handskruelokk x4

: Vannkjelingsskruer x8
: PWM skjoteledning x1
: ARGB skjoteledning x1

F: stottebolt x4 (17xx )
G: stottebolt x4 (20xx )

H: 240 vannkjoler x1
|: stattebolt x4 (AMD )
J: Vifteskruer x8

O: termisk fett x1

P: gseisilikon x1

Eskimo Junior 36 Innhold i pakken

: InteL spenneholder x2

: vifte (lanord) x3

: AMD Buckling Bracket x2
: InteL CPU-bakplan x1

: stottebolt x4 (115x)

m o O w >

: Vifteskruer x12

: handskruelokk x4

: Skruer for vannkjgling x12
: PWM skjateledning x1

zZ T X

NOR

F: stottebolt x4 (17xx )
G: stattebolt x4 (20xx )
H: 360 vannkjoler x1
I: stettebolt x4 (TR4)
J: stottebolt x4 (AMD )

O: ARGB skjeteledning x1
P: termisk fett x1

Q: gseisilikonxl

NOR



NOR

Monter viften

1. Installer viften pa radiatoren

2. Monter vifteskruene

1 1 [

| 1

Ledningstilkobling

Viften / ARGB-kabelen er koblet til hovedkortet

Hovedkort

ARGB
skjoteledning

NOR

Installer CPU-kjaleren

1. Riv av beskyttelsesfilmen

pé vannblokken

2. Pafor en passende mengde termisk
pasta midt i CPU,Pafer jevnt med en

silikonfettskje
e !

Termisk pasta  silikon fettskje

3. Monter festeanordningen

VELG INTEL-KLIPP ELLER AVHENGIG
AV HOVEDKORTTYPE
AMD-festemidler

N 9~
b= A=A

AMD-festemidler INTEL-festemidler

4. Installer bakplanet
Trenger a rive av det hvite dobbeltsidige
béndet pa bunnen farst (AMD-hovedkort
trenger ikke a installere bakpanelet, du ma
fierne festebraketten under og installere 4
pinner)

AMD klips brakett

3]

. Monter stenderne
Velg CPU-festet med 4 stettepinner av

samme modell for & justere med bakpanelet
Stram etter skruehull

— Wi

Installer vannblokken

Plasser vannblokken pé hovedkortets CPU,
juster hullene og skru Stram 4
handskrukorker

Hand skrukork ' ' ' '

o

- - e

Eskimo Junior 24 specifications

Modelo

Dimensdes do bloco de dgua
(L'W*H)mm

Composto térmico

(INTEL)
SUPORTE DE SOQUETE DE CPU

(AMD)
UPORTE DE SOQUETE DE CPU

Comprimento do tubo (mm)
Material dos tubos
Modos LED

Bomba

Velocidade da bomba
(+/-10% RPM)

Tipo de rolamento
Nivel de ruido (dBA)
Caudal maximo (L/min)

Tens&o de entrada (V)

Corrente de entrada
(sem ventilador) (A)

Poténcia nominal
(sem ventilador) (W)

Tempo médio entre
falhas (h)

Radiadores

Dimensdes (L"L"H)mm
Técnicas de encapsulamento
Materiais

Conectores

Ventilador

Dimensdes (mm)

Modo de velocidade PWM
(+/-10% RPM)

Nivel de ruido (dBA)
Presséo do ar (mmH20)
Fluxo de ar (CFM)
Modos de LED

Eskimo junior 24

78 x 78 x 53

Massa lubrificante de silicone de elevada condutividade
térmica do tipo agulha-cilindro massa lubrificante Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/115000

AMD®
AM3/AM3+/AM4 /AM5/TR4

400

Borracha com manga entrangada de nylon
Integrated LED controller

Bomba interna

2800

Rolamento de ceramica

<30

>50000

Radiador quadrado
277 x120 x 27 mm

Pintura e impressdo
Aluminio

Conectores de aluminio em forma de pagode

SQUAMA 2503B x 2
120 x 120 x 25

2000

29

2.92

69.1

Controlo PWM do motor
Controlo ARGB

PT

Eskimo Junior 36 specifications

Modelo

Dimensdes do bloco de dgua
(L'W*H)mm

Composto térmico

(INTEL)
SUPORTE DE SOQUETE DE CPU

(AMD)
UPORTE DE SOQUETE DE CPU

Comprimento do tubo (mm)
Material dos tubos
Modos LED

Bomba

Velocidade da bomba
(+/-10% RPM)

Tipo de rolamento
Nivel de ruido (dBA)
Caudal maximo (L/min)

Tensdo de entrada (V)

Corrente de entrada
(sem ventilador) (A)

Poténcia nominal
(sem ventilador) (W)

Tempo médio entre
falhas (h)

Radiadores

Dimensdes (L"L*"H)mm
Técnicas de encapsulamento
Materiais

Conectores

Ventilador

Dimensoes (mm)

Modo de velocidade PWM
(+/-10% RPM)

Nivel de ruido (dBA)
Pressdo do ar (mmH20)
Fluxo de ar (CFM)
Modos de LED

Eskimo junior 36

78 x 78 x 53

Massa lubrificante de silicone de elevada condutividade
térmica do tipo agulha-cilindro massa lubrificante Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/115000

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AM5 / TR4

450

Borracha com manga entrangada de nylon
Integrated LED controller

Bomba interna

2800

Rolamento de ceramica

<30

>50000

Radiador quadrado
397 x 120 x 27 mm

Pintura e impressao
Aluminio

Conectores de aluminio em forma de pagode

SQUAMA 2503B x 3
120 x 120 x 25

2000

29

2.92

69.11

Controlo PWM do motor
Controlo ARGB

PT



PT PT

Eskimo Junior 24 Contetido do pacote Eskimo Junior 36 Package content Instalar ventiladores Instale o CPU Cooler

A: Soquete Intel x2 F: Cavilha de suporte x4 (17xx ) A: Soquete Intel x2 F: Cavilha de suporte x4 (17xx ) 1. Instale ventiladores no radiador .

B: Ventilador x2 G: Cavilha de suporte x4 (20xx ) B: Ventilador x3 G: Cavilha de suporte x4 (20xx )

C: Tomada AMD x2 H: 240 Arrefecimento por liquido x1 C: Soquete AMD x2 H: 360Refrigeracdo por liquido x1

D: Placa traseira da CPU Intel x1 I: Cavilha de suporte x4 (AMD) D: Placa traseira da CPU InteL x1 I: Cavilha de suporte x4 (TR4) e .

E: Cavilha de suporte x4 (115x) J: Parafusos da ventoinha x8 E: Cavilha de suporte x4 (115x) J: Cavilha de suporte x4 (AMD ) | a
—s > T

K: Tampas de rosca manuais x4 0: Massa térmica x1 K: Parafusos do ventilador x12 O: ExtensOes ARGB x1 - - '

L: Parafusos refrigerados por liquidox8 P: Colher de silicone x1 L: Tampas de rosca manuais x4 P: Massa térmica x1 . —y

M: ExtensGes PWM x1 M: Parafusos arrefecidos por liquidox12  Q: Colher de silicone x1 e f

N: Extensdes ARGB x1 N: Extensdes PWM x1

1. Retire a pelicula protetora da seringa

chapa fria. 4. Instale a placa traseira

Remova o adesivo branco de dupla face na parte inferior( AMD
I placa-mée o requer instalacio da placa traseira, s6 precisa
PH2 x12 i Remova o suporte de montagem na imagem abaixo e, em seguida,
2. Aplicar o composto térmico sobre a seringa instale 4 parafusos de standoff.
Superficie da CPU, e espalhe uniformemente
com colher de gordura de silicone

2. Instale os parafusos do ventilador

o e— g

Suporte de montagem AMD
Composto Térmico Colher de gordura desilicone P &

| I
| 11

5. Instale os parafusos de bloqueio
3. Instale o suporte de montagem Escolha os 4 parafusos de blogueio corretos que combinam com a
Escolha o seu suporte de montagem INTEL ou AMD de montagem da CPU Suporte, em seguida, instalé-los em sua
acordo com para a sua placa-mie. placa-mée e aperta-los.

* + * * Parafusos de Standoff

6. Instale o Bloco de Agua
Coloque o bloco de 4gua na CPU e, em seguida, aperte 4 tampas de
parafuso de polegar

tampas de parafuso
de polegar

AMD INTEL
Suporte de montagem  Suporte de montagem

Cabos de Ligagao

Cabo ventilador/ARGB em série na placa-mae

Placa-mae

B = -* '\t-— u-ﬁ_ By |

«an —

por . o] N J Onns—— P

PT PT

ARGB Cabos
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Eskimo Junior 24 Specyfikacja produktu

numer modelu

Rozmiar zimnej glowicy
(LWH)

smar termiczny

Buckle (INTEL)

Klamra (AMD)

Dtugos¢ rury wodnej (mm)
Materiaty hydrauliczne
Sterowanie oswietleniem

magazynowanie wody

Predkos¢ pompy
(+/-10% RPM)

Typ tozyska

odgtosy (dBA)

Maksymalny przeptyw
(/min)

Napiecie wejsciowe (V)
Prad wejsciowy
(bez wentylatora) (A)

Moc znamionowa
(bez wentylatora) (W)

MTBF (h)
radiator
Wymiary (dt./wys.) mm

Proces powtoki

materiat
(z ktdrego cos jest zrobione)

ztacze

fan
Wymiary (mm)

Predkos¢ PWM
(+/-10% RPM)

Hatas (dBA)
Cisnienie wiatru (mmH20)
Przeptyw powietrza (CFM)

metoda kontroli

PL

Eskimo junior 24

78 x 78 x 53

Smar silikonowy Shin-Etsu 7868 o wysokiej przewodnosci
cieplnej w strzykawce

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4 /AMS5 /TR4

400

Nylonowa pleciona gumowa tuleja
Whbudowane efekty swietlne w kontrolerze
pompa wewnetrzna

2800

ceramika

<30

> 50000

kwadratowy rzad

277 x 120 x 27 mm
Drukowanie natryskowe
aluminium

Aluminiowa gtowica Pagoda

SQUAMA 2503B x 2

120 x 120 x 25
2000

29

2.92

69.11

Sterowanie PWM silnika
Sterowanie oswietleniem ARGB

Eskimo Junior 36 Specyfikacja produktu

numer modelu

Rozmiar zimnej glowicy
(LWH)

smar termiczny

Buckle (INTEL)

Klamra (AMD)

Dtugosé¢ rury wodnej (mm)
Materiaty hydrauliczne
Sterowanie oswietleniem

magazynowanie wody

Predkos¢ pompy
(+/-10% RPM)

Typ tozyska

odgtosy (dBA)

Maksymalny przeptyw
(/min)

Napiecie wejsciowe (V)

Prad wejsciowy
(bez wentylatora) (A)

Moc znamionowa
(bez wentylatora) (W)

MTBF (h)
radiator
Wymiary (dt./wys.) mm

Proces powtoki

materiat
(z ktdrego cos jest zrobione)

ztacze

fan
Wymiary (mm)

Predkos¢ PWM
(+/-10% RPM)

Hatas (dBA)
Cisnienie wiatru (mmH20)
Przeptyw powietrza (CFM)

metoda kontroli

Eskimo junior 36

78 x 78 x 53

Smar silikonowy Shin-Etsu 7868 o wysokiej przewodnosci
cieplnej w strzykawce

Intel®
LGA2066{2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AMS5 /TR4

450

Nylonowa pleciona gumowa tuleja
Whbudowane efekty swietlne w kontrolerze
pompa wewnetrzna

2800

ceramika

<30

> 50000

kwadratowy rzad

397 x 120 x 27 mm
Drukowanie natryskowe

aluminium

Aluminiowa gtowica Pagoda

SQUAMA 2503B x 3

120 x 120 x 25
2000

29

2.92

69.11

Sterowanie PWM silnika
Sterowanie oswietleniem ARGB

PL

Eskimo Junior 24 Zawarto$¢ opakowania Eskimo Junior 36 Zawartos$¢ opakowania

: Uchwyt klamry InteL x2 : Uchwyt klamry InteL x2 F: kotek podporowy x4 ( 17xx )
: fanx3 G: kotek podporowy x4 ( 20xx )
H: 360chtodnica wody x1

I: kotek podporowy x4 (TR4)

J: kotek podporowy x4 (AMD )

F: kotek podporowy x4 (17xx )
: fanx2 G: kotek podporowy x4 (20xx )
: Wspornik wyboczenia AMD x2 H: 240chtodnica wody x1

: InteL CPU Backplane x1 I: kotek podporowy x4 (AMD )

: Wspornik wyboczenia AMD x2
. InteL CPU Backplane x1

m o O w| >
m o O W >

: kotek podporowy x4 (115x) J: $ruby wentylatora x8 : kotek podporowy x4 ( 115x )

K: zakretka reczna x4 0: smar termiczny x1 K: Sruby wentylatora x12 O: Przedtuzacz ARGB x 1
L: Sruby chtodzenia woda x8 P: silikonowa miarka x1 L: zakretka reczna x4 P: smar termiczny x1
M: Przedtuzacz PWM x1 M: Sruby chtodzenia woda x12 Q: silikonowa miarkax1
N: Przedtuzacz ARGB x1 N: Przedtuzacz PWM x 1
A B A B

PL
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Zmontuj wentylator

1. Zainstaluj wentylator na chtodnicy

2. Zamontuj wentylatora

Zakretka reczna

wentylatora/ARGB jest podtgczony do ptyty gtéwnej

ptyta gtéwna

ARGB
przediuzacz

PL

Zainstaluj chtodzenie procesora

1. Zerwij foli¢ ochronng na bloku

wodnym

2. Natdéz odpowiedniq ilosé pasty
termicznej w $rodku procesora,
Naktadaj rownomiernie tyzkg do

smaru silikonowego

P ]
Pastatermiczna  tyzka dosmaru
silikonowego

3. Zainstaluj tacznik
WYBIERZ OPCJE INTEL CLIPS LUB

W ZALEZNOSCI OD TYPU PLYTY

GLOWNEJ Elementy ztaczne AMD

= y—¢
=3 =4

AMD taczniki INTEL taczniki

4. Zainstaluj ptyte montazowa
Najpierw nalezy oderwa¢ biata dwustronna tasme
na spodzie (plyta gtéwna AMD nie musi instalowa¢
tylnego panelu, nalezy zdja¢ wspornik tacznika
ponizej i zainstalowac 4 study)

Uchwyt zaciskowy AMD

5. Zainstaluj kotki

Wybierz zapigcie procesora z 4 kotkami podporowymi
tego samego modelu, aby wyréwnac je z tylnym
panelem Dokre¢ po otworach na

Kotki podporowe * + ' *

6. Zainstaluj blok wodny

Umies¢ blok wodny na procesorze piyty gtdwnej,
wyréwnaj otwory i przykre¢ Dokre¢ 4 reczne zakretki

Zakretka reczna ' ' ' '

Eskimo Junior 24 specifikaciok

Modell

Vizblokk méretek
(L'N*H)mm

Termikus vegyiilet

(INTEL)

PROCESSZOR FOGLALAT TAMOGATAS

(AMD)

PROCESSZOR FOGLALAT TAMOGATAS

Csovek hossza (mm)
Csovek Anyag
LED tizemmddok

Szivattyd

Szivattyl fordulatszam
(+/-10% RPM)

Csapagy tipusa
Zajszint (dBA)
Max. aramlds (L/min)

Bemeneti fesziiltség (V)

Bemeno aram
(ventilator nélkiil) (A)

Névleges teljesitmény
(ventildtor nélkiil) (W)

Meghibasodas kozotti
atlagosids (h)

Radiator

Méretek (L*S*H) mm
Zérasi technika
Anyagok

Csatlakozdk

Ventilator

Méretek (mm)

PWM sebesség lizemmédd

(+/-10% fordulatszam)

Zajszint (dBA)

Levegényomds (mmH20)

Légaramlas (CFM)

LED tizemméddok

Eskimo junior 24

78 x 78 x 53

Tahengertipusu, nagy hévezets képességii szilikon
zsir Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150{/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4[AMS5 [TR4

400

Gumi, nejlon fonott hiively
Vezérls Beépitett LED
Belsé szivattyd

2800

Kerdmia csapagy

<30

>50000

Négyzet alakd radiator
277 x 120 x 27 mm
Festés&nyomtatds
Aluminium

Aluminium Pagoda-alaki csatlakozok

SQUAMA 2503B x 2
120 x 120 x 25

2000
29
292

69.1

Motor PWM vezérlés
ARGB vezérlés

HU

Eskimo Junior 36 specifications

Modell

Vizblokk méretek
(L*'N*H)mm

Termikus vegyiilet

(INTEL)

PROCESSZOR FOGLALAT TAMOGATAS

(AMD)

PROCESSZOR FOGLALAT TAMOGATAS

Csovek hossza (mm)
Csovek Anyag
LED Gizemmddok

Szivattyd

Szivattyd fordulatszam
(+/-10% RPM)

Csapagy tipusa
Zajszint (dBA)
Max. aramlds (L/min)

Bemeneti fesziiltség (V)

Bemeno aram
(ventilator nélkiil) (A)

Névleges teljesitmény
(ventilator nélkiil) (W)

Meghibasodas kozotti
atlagosids (h)

Radiator

Méretek (L*S*H) mm
Zérasi technika
Anyagok

Csatlakozdk

Ventilator

Méretek (mm)

PWM sebesség lizemméd

(+/-10% fordulatszam)

Zajszint (dBA)

Levegényomas (mmH20)

Légaramlas (CFM)

LED tizemméddok

Eskimo junior 36

78 x 78 x 53

Tahengertipusu, nagy hévezetd képességii szilikon
zsir Xinyue7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150{/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AMS5 [ TR4

450

Gumi, nejlon fonott hiively
Vezérls Beépitett LED
Belsé szivattyd

2800

Kerdmia csapagy

<30

>50000

Négyzet alakd radiator
397 x 120 x 27 mm
Festés&nyomtatas
Aluminium

Aluminium Pagoda-alaku csatlakozok

SQUAMA 2503B x 3
120 x 120 x 25

2000
29
2.92

69.1

Motor PWM vezérlés
ARGB vezérlés

HU
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Eskimo Junior 24 Package content

m o O w >

<l SN

: Intel foglalat x2

: Ventilator x2

: Amd foglalat x2

: Intel Cpu hattértar x1

: Tamasztdcsap x4 (115x)

: Kézi csavaros kupakok x4

: Folyadékhdtéses csavarok x8
: PWM kiterjesztések x1

: ARGB kiterjesztések x1

HU

F: Tamasztocsap x4 (17xx )
G: Tamasztocsap x4 (20xx )
H: 240 Folyadékhdtés x1

I: TAmasztocsap x4 (AMD )
J: Ventilator csavarok x8

O: Termikus zsir x1
P: Szilikon kanal x1

Eskimo Junior 36 Package content

. Intel foglalat x2

: Ventilator x3

: AMD foglalat x2

: Intel Cpu hattértar x1

m o 0O o >

: TAmasztocsap x4 (115x)

: Ventilator csavarok x12
: Kézi csavarkupakok x4

: Folyadékhiitéses csavarok x12
: PWM Kiterjesztések x 1

zZIZ nmxX

HU

Ventilatorok telepitése CPU hit6 telepitése

F: Témasztécsap x4 (17xx ) 1. Szerelje be a ventilatort a radiatorra

G: Tamasztocsap x4 (20xx )
H: 360 Folyadékhdtés x1

I: TAmasztocsap x4 (TR4)
J: Tamasztécsap x4 (AMD)

O: ARGB kiterjesztések x 1
P: Termikus zsir x1
Q: Szilikon kanal x1

4. A hatlap felszerelése

Tévolitsa el az aljan talalhatd fehér kétoldalas ragasztét( Az AMD
alaplap nem igényli a hatlap telepitését, On Csak az alabbi képen
4thatd konzolt kell hasznalnia Ezutén tévolitsa el a 4 tavtarté csavart.

1. Tavolitsa el a védsféliat a Hatslap.

!
2. Szerelje be a ventilatorcsavarokat PH2 T x12

2. Vigye fel a termikus pasztat a
CPU feliilet és elosztasa
egyenletesen szilikonzsir kanallal

e
AMD-Halterung
Termikus zsir Szilikon zsirkanal

5.A tavtartd csavarok behelyezése

Valassza ki a megfelels 4 tavtart6 csavart, amelyek relevansak a CPU
szémara Régzitokonzol illeszkedése. konzol, majd telepitse az
alaplapon, és hizza meg.

* + * * Abstandsschrauben

6. Avizblokk felszerelése
Helyezze a vizblokkot a CPU-ra, és hizza a 4 Szorosan recézett csavarok.

' ' ' ' Réndelschrauben

3. Akonzol felszerelése
Valassza ki az INTEL vagy AMD régzitakonzolt
ennek megfelelsen az alaplaphoz.

N ¢
b= A

AMD-Zaréjel INTEL-ZérGjel

Torzs

Ventilator/ARGB kabel sorszamozassal az alaplaphoz

= - - =g - - = - 'r=-
an e
Q ARGB-Kabel

HU



Fl

Eskimo Junior 24 Tuotteen tekniset tiedot

mallinumero
Kylméan paan koko (LWH)

ldmporasva

Solki (INTEL)

Solki (AMD)

Vesijohdon pituus (mm)
LVI-materiaalit
Valaistuksen ohjaus

veden varastointi

Vesipumpun kierrosluku
(+/-10 % RPM)
Laakerityyppi

Melu (dBA)
Suurin virtaus (L/min)

Tulojannite (V)

Tulovirta
(tuulettimeton) (A)
Nimellisteho

(ilman tuuletinta) (W)

MTBF (h)
jaahdytyselementti
Mitat (LWH) mm

Shell-prosessi

materiaali
(josta jokin on tehty)

liitin

fan (lainasana)
Mitat (mm)

PWM-nopeus (+/-10% RPM)
Melu (dBA)

Tuulenpaine (mmH20)
Ilmavirta (CFM)

valvontamenetelma

FI

Eskimo junior 24

78 x 78 x 53

Ruiskutyyppinen korkean lammdnjohtavuuden
silikonirasva Shin-Etsu 7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4/AMS [TR4

400

Nylon punottu kumiholkki
Sisdanrakennetut valotehosteet ohjaimessa
sisdinen pumppu

2800

keramiikka

<30

14

12

0.25

3

> 50000

nelikulmainen rivi

277 x120 x 27 mm
Suihkutulostus

alumiini

Alumiininen pagodin paa

SQUAMA 2503B x 2
120 x 120 x 25

2000

29

2.92

69.11

Moottorin PWM-ohjaus
Valaistuksen ARGB-ohjaus

Eskimo Junior 36 Tuotteen tekniset tiedot

mallinumero
Kylman paan koko (LWH)

lamporasva

Solki (INTEL)

Solki (AMD)

Vesijohdon pituus (mm)
LVI-materiaalit
Valaistuksen ohjaus

veden varastointi

Vesipumpun kierrosluku
(+/-10 % RPM)
Laakerityyppi

Melu (dBA)
Suurin virtaus (L/min)

Tulojénnite (V)

Tulovirta
(tuulettimeton) (A)
Nimellisteho

(ilman tuuletinta) (W)

MTBF (h)
jaahdytyselementti
Mitat (LWH) mm

Shell-prosessi

materiaali
(josta jokin on tehty)

liitin

fan (lainasana)
Mitat (mm)

PWM-nopeus (+/-10% RPM)
Melu (dBA)

Tuulenpaine (mmH20)
Ilmavirta (CFM)

valvontamenetelma

Eskimo junior 36

78 x 78 x 53

Ruiskutyyppinen korkean lammdnjohtavuuden
silikonirasva Shin-Etsu 7868

Intel®
LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700

AMD®
AM3/AM3+/AM4 [AM5 [TR4

450

Nylon punottu kumiholkki
Sisddnrakennetut valotehosteet ohjaimessa
sisdinen pumppu

2800

keramiikka

<30

1.4

12

0.25

3

> 50000

nelikulmainen rivi

397 x 120 x 27 mm
Suihkutulostus

alumiini

Alumiininen pagodin paa

SQUAMA 2503B x 3
120 x 120 x 25

2000

29

2.92

69.1

Moottorin PWM-ohjaus
Valaistuksen ARGB-ohjaus

Eskimo Junior 24 Pakkauksen sisalto

m o O w >

—

M

=

: InteL Soljen pidike x2
: fan (lainasana) x2
: AMD Soljen pidike x2

: InteL CPU Backplane x1
: tukitappi x4 (115x)

. kasiruuvin korkki x4

: Vesijaahdytysruuvit x8

: PWM jatkojohto x1
: ARGB jatkojohto x1

F: tukitappix4 (17xx )

G: tukitappi x4 (20xx )

H: 240 vedenjaahdytin x1
I: tukitappi x4 (AMD)

J: Tuulettimen ruuvit x8

0: ldmpdrasva x1

P: silikonikauha x1

Fl

Eskimo Junior 36 Pakkauksen sisalto

m o 0O w >

: InteL Soljen pidike x2

: fan (lainasana) x3

: AMD Soljen pidike x2

: InteL CPU Backplane x1
: tukitappi x4 (115x)

: Tuulettimen ruuvit x12

: kasikierrekorkki x4

: Vesijaahdytysruuvit x12
PWM jatkojohto x 1

F: tukitappix4 (17xx )
G: tukitappi x4 (20xx )
H: 360vedenjadhdytin x1
I: tukitappi x4 (TR4)

J: tukitappi x4 (AMD)

O: ARGB jatkojohto x1
P: l@mporasva x1

Q: silikonikauha x1

FI
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Kokoa tuuletin

1. Asenna tuuletin jadhdyttimeen

!
2. Asenna puhallinruuvit PH2 ]- x12

1 I I [
1

|

Johtoliitanta

Tuuletin/ARGB-kaapeli on liitetty emolevyyn

| == mlm

PWM

ARGB
jatkojohto

FI

1

3

6 h,!- -

o g ;
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.-ﬂ

- )

e

Asenna suorittimen jadhdytin

1. Repiise vesilohkon suojakalvo

2. Levitd sopiva maara lampopastaa
suorittimen keskelle,Levita
tasaisesti silikonisella rasvalusikalla

Lampopasta Silikoni rasvalusikka

3. Asenna kiinnike

VALITSE INTEL CLIPS TAIEMOLEVYN
TYYPIN MUKAAN AMD-kiinnikkeet

N 9~
b= A=A

AMD Kiinnikkeet  INTEL Kiinnikkeet

4. Asenna taustalevy
Tarve repia ensin valkoinen kaksipuolinen
teippi pohjasta (AMD-emolevyn ei tarvitse
asentaa takapaneelia, sinun on poistettava
alla oleva kiinnike ja asennettava 4 nastaa)

AMD-leikkeen kiinnike

5. Asenna nastat
Valitse CPU-kiinnike, jossa on 4 saman mallin
tukinastaa, kohdistaaksesi takapaneeliin
Kirista ruuvinreikien jalkeen

I

6. Asenna vesilohko
Aseta vesilohko emolevyn suorittimeen,
kohdista reidt ja ruuvaa Kiristd 4 kdsiruuvikorkkia

Kasikierrekorkki ' ' ' '




